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Bildquelle: ZVEI  Flyer AK Design Chain

Zukunft autonomes Fahren :

Elementare Designregeln als
Schlüssel des Erfolgs

Autonome Mobilität ?

Undenkbar ohne Elektronische Baugruppen !

Der AK Design des ZVEI informiert Sie über seine
Regelwerke für das CAD-Design, die Leiterplatten-
fertigung und die Baugruppenproduktion.
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Zukunft Autonomes Fahren

Eine elementare Voraussetzung für das autonome Fahren ist die zuverlässige 
Kommunikation zwischen Systemen. Das setzt den superschnellen Austausch 
großer Datenvolumina voraus.

Um handeln zu können, muß die Elektronik eines autonomen Fahrzeuges 
optische, akustische, thermische, physikalische und chemische Szenarien im 
Nah- und Fernbereich vollständig und irritationsfrei erfassen und analysieren.

Differential Microstrip                                         Entwärmung                                                         Via-Strategie

Bildquelle Arnold Wiemers
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Zukunft Autonomes Fahren

EMV, Signal- und Powerintegrität dominieren die 
Highspeed- und Highpower-Baugruppen für das 
autonome Fahren. Der Umbruch in der Leiterplat-
ten- und Baugruppentechnologie wird schnell 
kommen.

Technologischer Erfolg setzt voraus, die Gesetze 
der Physik zu respektieren - und klug zu nutzen.

Die Bedeutung der Elektronik in unserer Welt 
verleit Designregeln eine wirtschaftspolitische 
Komponente. 
Wir dürfen uns nicht an Designregeln orientieren, 
die uns nur mit Zeitverzögerung zugänglich sind.

Wir müssen selbst handeln.

Signalanstiegszeit
Signalgeschwindigkeit

Grafik
Arnold Wiemers
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Zukunft Autonomes Fahren

CAD-Design

Kompakte Geometrien mit 100µm-Vias 
und -Leiterbahnen für ein Highspeed-
Design.

Leiterplattentechnologie

Superspeed-Transfer : Eingebettete elek-
tronische Bauteile in einem Multilayer.

CAD-Layout    Bildquelle Arnold Wiemers

Embedded Components innerhalb eines FR4-Multilayers

Bildquelle ILFA modifiziert Wi
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Zukunft Autonomes Fahren

Baugruppenproduktion

Bestückung der elektromechanischen 
Komponenten und Montage des Gerätes.

Test

Prüfung der Funktion von Leiterplatten, 
Komponenten und Baugruppen.

Bildquelle Arnold WiemersBaugruppenproduktion und Gerätemontage

IST-Testcoupon
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Gruppe 4 Leiterplattentechnologie
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Leiterplatten vermitteln zwischen
den geometrischen Vorgaben des
CAD-Layout-Designs einerseits
und der Produktion und der
Inbetriebnahme der Baugruppe
andererseits.

Bildquelle

ELEKTRONIKPRAXIS 12-2015

Baugruppe um 1950

CAD-Layout                                                          Leiterplatte                                              Baugruppe

Bildquelle  Arnold Wiemers      Baugruppe um 2009
"Die Leiterplatte 2010" von Gerhard Eigelsreiter/Unitel
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Regel (Layout, Leiterplatte, Baugruppe)

Die Disziplinen CAD-Layouterstellung, Leiterplattenfertigung und 
Baugruppenproduktion bedingen sich gleichwertig gegenseitig.

CAD Das CAD-Layout liefert die Fertigungsdokumente für
die Produktion der Leiterplatte und der Baugruppe.

Leiterplatte Die Leiterplattentechnologie liefert die Konstruktions-
vorgaben für die Erstellung des CAD-Layoutes und stellt 
die Leiterplatten für die Baugruppenproduktion bei.

Baugruppe Die Baugruppentechnologie definiert die Anforderungen 
an die Qualität der Leiterplatte und des Layouts.
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Regel (Formulierung von Designregeln)

Die Formulierung von Designregeln ist nur möglich über die Analyse der 
Fertigungsbedingungen für die Leiterplatten- und Baugruppenproduktion.






























